
内容： 

 表面改質技術の一つに薄膜形成がある。材料の表面に性
質の異なる薄膜を被覆することにより，材料の耐熱性，耐腐
食性，耐摩耗性などの機械的特性を向上させる。ところが，
基板と膜の間に格子面間隔の違い，熱膨張率や加熱・冷却
過程の温度の違いなどにより薄膜の大きな残留応力が発生
する。大きすぎる残留応力は膜の割れや基板からのはく離
の原因となる。したがって，薄膜の残留応力を測定し，制御
することは機械的に安定な膜を形成するために重要となる。 

 X線回折法を用いると非破壊的に薄膜の残留応力を測定
することが可能である。一般的なX線応力測定法は，微細な
結晶組織を有する配向性を持たない材料に適用される。一
方で，スパッタリング法などのPVD法で形成した薄膜はある
結晶方位に優先的に配向する性質を持つ。我々は種々の優
先配向を有する薄膜の応力測定法を提案して実施してきた。
代表的な測定例として，結晶のc軸が基板法線方向に優先
配向する窒化物半導体薄膜の応力測定である。最終的な目
標は，結晶性が高く，残留応力の小さな薄膜形成条件をし，
長寿命で高効率の薄膜材料開発である。 
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図１．AlN/Cu積層膜におけるCu層の内部応力 
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